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== < 54 > ™* NANO-IMPRINT LITHOGRAPHY METHOD INVOLVING SUBSTRATE PRESSING 

P^loN PRUCEDH ° E LrrHOGRAPHTE PAR DRESSAGE DUN SUBSTRAT METTANT EN OEUVRE UNE NANO-IM- 



(57) Abstract: The invention relates to a lithography method 
involving the pressing of a substrate (1). The inventive method 
consists of the following steps: a preparation step during which 
the substrate is covered with a layer (2), a pressing step in which 
a mould (3) comprising a pattern of recesses (5) and protrusions 
(4) is pressed such as to penetrate part of the thickness of the 
aforementioned layer, at least one etching step in which the layer 
is etched until parts of the surface of the substrate have been 
stripped, and an etching step whereby the substrate is etched 
using an etching pattern which is defined from the mould pat- 
tern. The invention is characterised in that the preparation step 
comprises: a sub-step consisting of the formation of a lower 
sub-layer (2A) of curable material, a step involving the curing 
of said layer and a sub-step consisting of the formation of an 
outer sub-layer (2B) which is adjacent to the cured sub-layer. 
Moreover, during the pressing step, the above-mentioned pro- 
trusions in the mould penetrate the outer sub-layer until contact 
is reached with the cured sub-layer. 

u t/ n * 57 ) Abr ege : Un precede* de lithographie par pressaee d'un 

substrat (1) comporte une 6tape de preparation au cours de laquelle cc substrat est reconvert d'une couche (2), une 6tape de passage 
d^- j d un motlf titu6 de creux (5) et de saillies (4) sur une partie seulement de l'epaisseur de la couche, au moins 
^ ^taque de cette couche jusqu'a dSnuder des parties de la surface du substrat, et une dtape de gravure du sub trat selon 
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m m - — r -x^^ ^u^uai, ci uuc ciapc uc giavure au suDstrat selon 

Z^-' ^. gniVUre d6fim ? part if du motif du mouIe ; jl est caracterise en ce que 1'etape de preparation comporte une sous-etape de 
formanon d une sous-couche mfeneure (2A) en un materiau durcissable, une etape de durcissement de cette sous-couche, et une 
JTlS- ?"T ^ SOU , S -« >Uche externe < 2B > " ui est ad J ace n^ a cette sous-couche durcie, 1'etape de pressage comportant 
la penetration des saillies du moule dans cette sous-couche externe jusqu'au contact avec cette sous-couche durcie 
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avanx I'expiration du delai prevu pour la modification des 
revendications, sera republiee si des modifications sont re- 
cues 



En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



